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EAGLE, KOMPONENTIN LUONTI KIRJASTOON updated 08.12.2010
”Komponentti” muodostuu kolmesta osasta:

PACKAGE  pakkaus, joka on komponentin ”printti” PCB:llä. Pakkaus sisältää komponentin ääriviivat ja ”jalat” sekä  niille optimoidut kytkentä-alueet eli padit
SYMBOL joka on piirrossymboli kytkentäkaavassa
DEVICE on varsinainen komponentti johon sisältyvät kummatkin edelliset ja jota sitten käytetään varsinaisessa suunnittelussa. 

Valitun Devicen piirrosymboli ja sitä vastaava komponentti tulostuvat tällöin .sch (kytkentäkaava) ja brd. (piirilevy) näkymiin.
ALOITUS:

Mene omaan kirjastoosi etsimällä SIELTÄ ALTA Eaglen päänäkymässä / control panelissa  (ei skema eikä board!) ”libraries”,  sen alla on ”lbr” tai ”lbrown”.

lbrown = library own  = ”oma kirjasto” jonka voi itse luoda.

Sen alla on erilaisia kansioita esimerkiksi ”ham_transistors”, joka taas sisältää aiheen mukaisia komponentteja = Device
Käytännössä klikkaa tämä ”lbrown” OPEN koska useimmiten teet sinne uuden tai korjaat entistä.
Oikealla hiirellä  haluaamaasi kirjastoa esim ”nokia” OPEN jolloin näkymä aukeaa.
Klikkaa ”Library” ylärivillä jolloin  näet allekain mm Device….  Package… Symbol….

PACKAGE, luonti:

Klikkaa ”package”
Kirjoita alas kirjoitusriville  komponentin nimi   kun nyt  luot uutta, muotoa ”12PIN_FLEX_TOP”. 

Ohjelma kysyy luodaanko tämän niminen pakkaus, vastaa ”yes”

Alarivillä SMD:lla ja  PADilla  sopivan gridin avulla sommitellaan jalat jotka numeroidaan järkevästi, yleensä niin että joku merkitty nurkka on 1. PAD:in koko näkyy yläpalkissa, esim ” 3 x 4.5” ja on jäänyt sinne edelliseltä kerralta. Sitä voidaan muuttaa kirjoittamalla sinne muistaen välilyönnit ja ”x”.
SMD padia voi muokata ja myös pyöristellä aina  ympyräksi saakka.

myös kirjoitusriville voi kirjoittaa esim ” 6 x 6” jolloin tulee neliö, jne

Huom!

Komponentin ääriviivoja ja jalkoja luotaessa  on yhdenmukaisuuden ja ”Eagle säännön” mukaan huomioitava seuraavaa:

-ääriviivat ja mekaaniset rakenteet ovat 21 tPlace kerroksessa

-komponentin jalat padeille ovat kerroksessa 51 tDocu

-sumealla logiikalla myös  pintaliitoskomponettien ääriviivat ovat 51 tDocu kerroksessa!

”T” (text)  työkalulla luodaan komponentin arvo ja  nimi jotka sitten näkyvät skemassa ja PCB:llä .

Kirjoitetaan ensin  >NAME , valitaan kerros 25 tNames (top name), sijoittetaan tämä ja sitten kirjoitetaan   >VALUE erikseen huomaten  valita kerros  27 tValues! Tämäkin sijoitetaan haluttuun paikaan.
Komponentti kannattaa luoda siten että keskipiste on tarkalleen koordinaatissa (0,0). Helpottaa jos menee joskus ladottavaksi.

Huomioi seuraava:

Value on komponentin  arvo esim 12k ja name esimerkiksi R1 tai  U$1 jos on  komponentti elikkä tämä kannattaa huomioida lay out mielessä komponenttia luodessa.

Tarkista juotteenestopinnoite, layerilla  29tstop voi luoda omiin pakkauksiin halutun muotoisen estoalueen.
lopuksi library > symbol ( klikkaa )

Tähän nyt uuden komponentin nimi koska tässä on sen pinnien nimet! 

SYMBOL, luonti:
Mene uudestaan kirjastoon ja klikkaa ”symbol”

Nimeä joko tilanteen mukaan esimerkiksi yleisesti ”OP_AMP” tai tiettyä komponettia tarkoittaen esimerkiksi  ”LM386” tai sitten juuri sama jota olit luomassa ”package” tilassa
Jälleen ”yes” jos olet luomassa uutta
Huom! Symbolissa gridin tulee aina olla sama eli se inch 0.1 kun pinnejä asetellaan! ”Laatikon” yms piirtelyyn voi käyttää mitä tahansa gridiä mutta suositeltavaa aina puolet edellisestä jotta pysyy kärryillä.
Piirrä sellainen ”laatikko” jonka kylkiin pinnit sijoitellaan pinnit edullisesti niin että muut komponentit  skemaa tehtäessä voidaan liittää järkevästi. Pinnit ovat työkalupalkissa alimmaisena pystyrivissä.
”R2” –työkalulla muutetaan pinnien nimet esim P$1 tilalle IN, OUT, VCC jne mitä kaikkea siinä onkaan, ja niin edelleen.
Vihje 1: PINNIEN TAI PADIEN PIILOTTAMINEN

Joskus pinnien ja padien tekstin näkyminen häiritsee valmiissa skemassa. Nämä voidaan komponentin tekovaiheessa tai myöhemmin piilottaa. Yleensä symbolin padit ovat ne jotka häiritsevät.

Mennään ao komponentin SYMBOL ja ”työkalulla kiintoavain” valitaan VISIBLE.

Oletusarvo on BOTH; nyt valitaan PAD ja sitten klikataan ao padia jolloin tämä piiloutuu.

Vihje 2: STOP ja CREAM poistaminen

Esim flexin päitä on mukava luoda padeilla ja kirjoittaa oikea mitta.

Nyt kuitenkin STOP ympäröi jokaista erilaista padia.

Poisto: ”Työkalu” / STOP OFF ja näpytellään yksitellen

Vihje 3: Apu- ja mittaviivat

Varsinkin pakkauksen luomisessa voi hyödyntää  apuviivojen käyttöä. Esimerkiksi tDocu ja bDocu kerroksiin voi luoda äärimittojen maskeja  ja ristikoita. Nämä kerrokset voi sitten piilottaa ja sitten kehystämällä siirrettävät kerrokset siirtää ne MOVE group –työkalulla näitten mittojen mukaiseksi. 

Kun Package  on valmis, nämä apuviivat tuhotaan.
Vihje 4: Venytys ja vanutus ja ”kaksonen”
Sekä symbolissa että pakkauksessa voidaan haluttua aluetta  kehystämällä (”ikkunatyökalu” Group) ja sitten Movella venyttämällä ja Gridin kanssa vempuloimalla (muista gridin kerrannaiset, tai kymmesosat !) helpottaa suunnittelua. 

Tietyillä rajoituksilla myös kehystäminen ja ”kaksostyökalun” (Copy) käyttö on hyvin kätevää
Vihje 5: 

Usein käytetään valmista Packagea, esimerkiksi SO 8 koteloa ja näin ollen sitä on turha luoda uudestaan. Menemällä ohjelman alkuperäiseen ”lbr” kansioon sieltä löytyy valmiita pohjia.

Nämä kopioidaan  sellaisenaan kehystämällä ja ”saksi työkalulla” (Clip) ja sitten kopioidaan se  omaan kirjaston ao folderiin.

Myös symboleille voidaan soveltaa samaa keinoa

Vihje 6:
Em kopiointitapa on myös kätevä silloin, jos havaitaan valmiissa pakkauksessa olevan ääriviivat, pinnijako tms sopivia helppoa modifikaatioita varten. 

Varsinkin tämä on edullista jos komponentista on tullut uusi HW versio, jolloin tarvittavat muutokset tehdään ja vanhempi versio jää kuitenkin koskemattomaksi

DEVICE, luonti:
Koko homman idea on se että Devicessä yhdistetään Package piirilevyä varten ja Symbol kytkentäkaavaa varten. Uusi projektihan aloitetaan piirtämällä kytkentäkaava jossa valitut komponentit ja niiden väliset kytkennät siirtyvät automaattisesti piirilevyaihiolle jossa ne ovat aluksi aivan sikin sokin myöhempää lay-outin siistimistä odotellen

Valitaan kirjastosta ”device”

Kysyy taas uutta nimeä, ja kun ei listassa  niin kirjoita nyt komponentin nimi

ADD työkalulla valitaan listasta oikea jolloin symboli siirtyy vasemmalla ylhäällä olevaan  laatikkoon jossa ristikot keskitetään; voi myös zoomata jotta helpompaa

sitten alhaalta NEW 

-packages valitaan oikeaksi listasta

ok

2 kertaa klikataan keltaisella pohjalla oleva huutomerkki

Tarkistetaan että pinnit vastaavat tosiaan, ja jos ei,  niin kuin yleensä niin eri riveillä yksi kerrallaan valitaan oikeat parit PAD ja PIN ja yksi kerrallaan myös CONNECT jolloin yhdistää.

kun valmis ok

Komponentin merkinnän (esim ICxx, Dxx, Rxx) voi syöttää painamalla 'Prefix'.

Jos on mennyt väärin tai haluaa editoida tai korjailla tätä kaikkea niin:

-Open kirjasto

-Library

-Device  ( huom kaikki korjailut tätä kautta!)

alareunassa on connect jolla pääsee irroittelemaan vääriä ”pareja” ja yhdistelemään ne oikein.

Samaten Package ja Symbol ovat korjailtavissa.

Jos editoi väärin tehtyä packagea ( esim padeja liikaa) niin ennen packgagen muuttamista täytyy oikealla klikata ”huutomerkkiä” ja sitten mennä packageen muuttamaan!

Delete ja Rename

Jos deletoidaan niin silloin tuhottavan kohteen nimi on kirjoitettava ilmestyneeseen blokkiin täydellisenä esim ”  diodeAC_CA ” 

Jos halutaan Rename niin ensin kirjoitettava tekstiriville  muutettava komponentti ensin tarkalleen alkuperäisessä muodossa ja sitten uusi!

(Eaglen uusissa versioissa ehkä helpompaa)

Erikoisen komponentin luonti:

ympyröillä yms luodaan pohja  -tyypillisesti top layer-  mutta siihen on liitettävä oikeat padit .

voidaan esim domeissa tehdä näin:

Kirjoitetaan: SMD 2 2  (huom välilyönnit) jolloin luo 2x2mm padin joka voidaan pyöristää roundnessilla , 100% on täysi ympyrä

”jeppikerros” ( tstop ylimmässä kerroksessa) voidaan tehdä circle tai arc, muista arc’n kanssa toinen klikkaus jotta aloittaa kaaren piirtämisen!

DEVICEN SIIRTO KIRJASTOSTA TOISEEN

Mihin siirretään niin avataan kyseinen kirjasto OPEN.  Pienennetään library näyttöä  jolloin OPEN kenttä on näkyvissä ja sitten vedetään valittu komponentti OPEN kenttään, lopuksi SAVE 

KIRJASTON, .sch  brd. ja .lbr SIIRTÄMINEN SÄHKÖPOSTILLA

Kannattaa luoda ensin  oma Folder jonnekin, minulla C/USERS/A-työasiat/EAGLE siirto/ johon nämä siirretään  COPY komennolla.

Sieltä taas normaaliin tapaan e-mail liitteeksi.

Kirjaston siirtämiseksi esimerkiksi toiseen toimipaikkaan -jonka kanssa ei ole samaa verkkolevyä- kannattaa menetellä seuraavasti:

Luodaan sinne tämä oma kirjasto jonne voi siirtää ne komponentit jotka ovat ajankohtaisia. Sitten tämäkin copy sopivaan folderiin  josta vaikka päivitetyn version voi lähettää sähköpostiliitteenä.
Jippoja: Kannattaa kopioida pohjia valmiista komponentista. ym

Monesti on hyvä raahata jostakin valmis komponentti. Aukaise ensi se minne luot ,siis open esim package ja  new riville vaikka ”XX” . Mene kirjastoon jossa tämä haluttu  on valitse, paina vasemmalla pohjaan ja raahaa alas ja samalla oikealla klikaten ilmestyy open –ruutu, raahaa sinne!

Se minne raahataan muuttuukin nyt kirjastossasi deviceksi jolla on raahatun nimi. NYT RENAME ! 

Raahatussa on monesti jo valmiina >VALUE ja >NAME, pinnejä voi muuttaa yksinkertaisemmaksi, nimetä uudestaan jne jne 

Raahatun packagen ulkomittoja voi muunnella, liikutella , tuhota ja luoda uutta varsin  vapaasti.

Idea on se että nyt kun on nimetty uudestaan niin tämä on ihan oma devicensä jolle voi tehdä mitä vaan. 

Sekaannusten välttämiseksi jos/kun  muutat  packagea tai symbolia niin nimeä nämäkin järkevästi.

Eri kerroksia jne voi myös  kopioida ovelasti CUT toiminnalla ja siirtää ne valmiiksi pohjiksi!

Yleensäkin sunnitelman jonkin osan tai alueen ryhmänä siirtäminen ( capture, move group) on edullista. Siirrettävä alue säilyttää mittasuhteensa ja siirrettäessä gridin koko vai olla harvempi tai tiheämpi.
Komponentin luomisessa myös maalamalla, gridiä käyttämällä, ryhmässä siirtämällä ja muutenkin kikkailemalla voi helpottaa  työtä suuresti.
Esimerkkejä: 
-Johonkin ”tarpeettomaan” kerrokseen voi luoda apuviivoja eri grideillä ja sijoitella varsinaista tärkeää toisissa kerroksissa niitä apuna käyttäen. Kun pakkaus tai symboli on valmis tarpettomat apuviivat poistetaan, deletoimalla

-riviliittimen muuttaminen  useampi pinniseksi on helppoa; ”kaksonen” -työkalulla monistetaan pinnit ja move –työkalulla kehys tai outline.

Mittatyökalua kannattaa myös käyttää, vaihdellen luovasti gridin kokoa
VISIBLE MYSTEERIÖ 

Joskus komponentit ”jalat” näkyvät häiritsevästi skemassa. Työkalusta löytyy VISIBLE jolla määritellään mitä jää näkyviin. Perussääntö on että ”PAD poistaa sisältä ja PIN sisältä”

